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Beschreibung

VORRICHTUNG ZUR UMHULLUNG VON OPTOELEKTRONISCHEN BAUELEMENTEN

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf eine Vorrichtung zur Umhdllung von opto-
elektronischen Bauelementen sowie ein Verfahren zur Umhillung von optoelektronischen Bau-
elementen.

[0002] Es ist bekannt, dass elektrische Bauelemente, die auf einer Leiterplatte angeordnet sind,
in ein Gehause eingesetzt werden, und dieses Gehduse dann mit einer VerguBmasse ausge-
fllt wird, um die elektrischen Bauelemente vor Feuchtigkeit und Spritzwasser zu schiitzen.

[0003] Die vorliegende Erfindung ist daher der Aufgabe gewidmet, eine derartige VerguBmasse
ohne ein VergieBen in einem Gehause aufzubringen und eine Umhdillung von optoelektronische
Bauelementen zu gewahrleisten, und durch Feuchtigkeit verursachte Beschadigungen zu ver-
hindern.

[0004] Die gestellte Aufgabe wird erfindungsgemaB durch die Merkmale der unabh&ngigen
Anspriiche geldst. Die abhangigen Anspriiche bilden den zentralen Gedanken der Erfindung in
besonders vorteilhafter Weise weiter.

[0005] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Umhillung von optoelekironischen Bauelemen-
ten, vorzugsweise von optoelektronischen Bauelementen zur Abgabe von Licht, aufweisend die
folgenden Schritte:

[0006] - =zur Befestigung und elekirischen Kontaktierung zumindest eines optoelektronischen
Bauelements mit einer Leiterplatte,

[0007] - Eintauchen des optoelektronischen Bauelements und der Leiterplatte in einen Behal-
ter mit erwarmter VerguBmasse bis das optoelektronische Bauelement auf die Bo-
denplatte des Behalters aufsitzt,

[0008] und nachfolgendes Herausziehen des optoelektronischen Bauelements und der Leiter-
platte aus dem Behalter mit der VerguBmasse, wobei zumindest eine Umhillungsschicht aus
der VerguBmasse das optoelektronische Bauelement und die Leiterplatte umschlieBt, wobei die
von der Leiterplatte abgewandte Seite des optoelektronischen Bauelements nicht oder nur sehr
begrenzt von der Umhillungsschicht umschlossen ist.

[0009] GemaRB der Erfindung kann die Umhiillung von optoelektronische Bauelementen derart
erfolgen, dass bei dem Schritt des Eintauchens des optoelektronischen Bauelements und der
Leiterplatte in den Behalter die Leiterplatte mit dem optoelektronischen Bauelement gegen die
Bodenplatte gepresst wird, so dass sich keine oder nahezu keine VerguBmasse zwischen der
von der Leiterplatte abgewandten Seite des optoelekironischen Bauelements und der Boden-
platte befindet.

[0010] Das optoelektironische Bauelement kann liegend auf der Leiterplatte bestiickt sein.

[0011] Die Vorrichtung kann eine Lotstelle zur Befestigung des optoelekironischen Bauele-
ments auf der Leiterplatte aufweisen.

[0012] Gem&B einem weiteren Aspekt der Erfindung weist ein Leuchtmittel, insbesondere LED-
Kette, eine oben definierte Vorrichtung auf.

[0013] Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung werden deutlich beim Lesen der folgenden
Beschreibung bevorzugter Ausfiihrungsformen, die auf die Zeichnung Bezug nimmt.

[0014] Fig. 1 zeigt eine Vorrichtung gemanR der vorliegenden Erfindung.

[0015] Fig. 1 ist ein Querschnitt durch ein Leuchtmittel, insbesondere LED-Kette, welches hier
beispielhaft fir eine Vorrichtung geman der vorliegenden Erfindung dargestellt ist.

[0016] Die Vorrichtung weist optoelektronische Bauelemente 2 auf. Das Ausflhrungsbeispiel
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von Fig. 1 weist beispielsweise als optoelektronisches Bauelement 2 mehrere SMD LED auf.

[0017] Erfindungsgem&B kénnen auch weitere Bauelemente im Leuchtmittel vorgesehen wer-
den, beispielsweise Induktivitidten, Halbleiterbauelemente wie Transistoren oder Dioden sowie
Widersténde.

[0018] Eine Leiterplatte oder gedruckte Schaltung 3 dient zur mechanischen Befestigung sowie
zur elektrischen Verbindung der elekirischen oder optoelekironischen Bauelemente 2, bei-
spielsweise der in Fig. 1 gezeigten SMD LED 2.

[0019] Der SMD LED und allgemein die optoelektronischen Bauelemente 2 werden in bekann-
ter Weise mit der Leiterplatte 3 befestigt. Insbesondere kénnen die jeweiligen Anschlussdrahte
auf Leiterbahnen der Leiterplatte 3, beispielsweise aus Kupfer, gelétet werden. Die Fig. 1 zeigt
ein Ausfuhrungsbeispiel, wo die optoelektronischen Bauelemente 2 durch Léten auf der Ober-
seite der Leiterplatte 3 angeordnet sind.

[0020] Die optoelekironischen Bauelemente 2 werden auf der Leiterplatte 3 bestlckt, welche
gemeinsam mit dem optoelektronischen Bauelement 2 von einer VerguBmasse 20 umhillt
werden soll. Die VerguBmasse 20 kann auch elektrisch isolierende, warmeleitende Eigenschaf-
ten aufweisen und somit seitlich umhillend zu den optoelektronischen Bauelementen 2 und der
Leiterplatte 3 angeordnet sein, auch um eine gute thermische Kopplung zwischen den opto-
elektronischen Bauelementen 2, der Leiterplatte 3 und einem optionalen Leuchtengehduse zu
erhalten.

[0021] Damit die optoelekironischen Bauelemente, wie beispielsweise das optoelektronische
Bauelement 2 des in Fig. 1 gezeigten Ausfihrungsbeispiels, fix auf der Oberflache der Leiter-
platte 3 aufliegen und ein Schwingen verhindert wird, kann erfindungsgemanB das optoelektroni-
sche Bauelement 2 bzw. weiterer elektronischer oder elekirischer Bauelemente von einer Ver-
guBmasse 20 umhiillt sein.

[0022] Die VerguBmasse 20 kann auch dazu geeignet sein, die Lotstellen zur Befestigung des
optoelektronischen Bauelements 2 auf der Leiterplatte 3 abzudecken.

[0023] Die Vorrichtung zur Aufnahme von optoelektronischen Bauelementen 2 weist also min-
destens ein liegend oder stehend angeordnetes optoelekironisches Bauelement 2 auf, sowie
eine Leiterplatte 3 zur Befestigung und elekirischen Kontaktierung des optoelekironischen
Bauelements 2. Das optoelektronische Bauelement 2 und die Leiterplatte 3 sind von einer
Umhdallungsschicht aus einer VerguBmasse 20 umgeben sind, die durch Eintauchen des opto-
elektronische Bauelements 2 und der Leiterplatte 3 in einen Behélter 21 mit erwarmter VerguB-
masse 20 bis zum Aufsitzen des optoelektronischen Bauelementes 2 auf die Bodenplatte 22
des Behalters 21 und nachfolgendes Herausziehen des optoelekironische Bauelements 2 und
der Leiterplatte 3 aus der VerguBmasse aufgebracht wird. Es wird dabei die von der Leiterplatte
3 abgewandte Seite des optoelekironischen Bauelements 2 nicht oder nur sehr begrenzt von
der Umhdllungsschicht umschlossen ist.

[0024] Da das optoelektronische Bauelement 2 vorzugsweise zur Abgabe von Licht dient, und
das abgegebene Licht an der Oberseite des optoelektronischen Bauelementes 2 austritt, wel-
ches die von der Leiterplatte 3 abgewandte Seite des optoelektronischen Bauelements 2 bildet,
kann somit ein GroBteil der Vorrichtung mit optoelektronischem Bauelement 2 und Leiterplatte 3
mit einer Umhillungsschicht aus einer VerguBmasse 20 umhillt werden, wobei die Lichtaus-
trittsflache des optoelektronischen Bauelementes 2 nicht oder nur sehr begrenzt mit der Umhil-
lungsschicht aus VerguBmasse 20 abgedeckt bzw. umschlossen wird, so dass bei Erhalt einer
Abdichtung gegen Spritzwasser und / oder Feuchtigkeit trotzdem eine Lichtabgabe gewahrleis-
tet werden kann. Beim Eintauchens des optoelektronischen Bauelements 2 und der Leiterplatte
3 in den Behalter 21 kann die Leiterplatte 3 mit dem optoelektronischen Bauelement 2 derart
gegen die Bodenplatte (22) gepresst werden, so dass sich keine oder nahezu keine VerguB-
masse 20 zwischen der von der Leiterplatte 3 abgewandten Seite des optoelektronischen Bau-
elements 2 und der Bodenplatte 22 befindet.
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[0025] Die VerguBmasse 20 kann aus einem Bitumen- oder Asphalt- Material oder aus einem
Kunstharzmaterial bestehen. Die VerguBmasse 20 kann beispielsweise eine Enthartungstem-
peratur von ca. 120°C ausweisen.

[0026] Die VerguBmasse 20 kann beispielsweise eine VerguBtemperatur im Bereich von 140°C
bis 155°C aufweisen.

[0027] Die VerguBmasse 20 kann das optoelekironische Bauelement 2 und die Leiterplatte 3
derart umhillen, dass das optoelektronische Bauelement 2 und die Leiterplatte 3 vor Spritzwas-
ser und / oder Feuchtigkeit geschitzt sind. Es kann somit ein Schutz des Betriebsgerates nach
der Schutzklasse IP67 oder IP68 gewahrleistet werden. Die VerguBmasse 20 kann aus nicht-
elastischem Material bestehen.

[0028] Die Vorrichtung kann eine Lotstelle zur Befestigung des optoelektronischen Bauele-
ments 2 auf der Leiterplatte 3 aufweisen.

[0029] Die Vorrichtung kann zumindest ein Kabel 4 zur elektrischen Kontaktierung der Vorrich-
tung aufweisen, wobei das Kabel 4 mit der Leiterplatte verbunden, vorzugsweise verlétet sein
kann. Die Vorrichtung kann beispielsweise an beiden Stirnseiten jeweils ein Kabel 4 aufweisen,
wobei das erste Kabel fir einen AnschluBB an eine Versorgungsspannung dienen kann und das
zweite Kabel fur den AnschluB weiterer Leuchtmittel an die Vorrichtung dienen kann.

[0030] Die Erfindung betrifft auch ein Leuchtmittel, insbesondere LED-Kette, aufweisend eine
erfindungsgemaBe Vorrichtung.

[0031] Die Erfindung betrifft auch ein Verfahren zur Umhillung von optoelekironischen Bau-
elementen 2, aufweisend die folgenden Schritte:

[0032] - zur Befestigung und elektrischen Kontaktierung zumindest eines optoelektronischen
Bauelements 2 mit einer Leiterplatte 3,

[0033] - Eintauchen des optoelektronischen Bauelements 2 und der Leiterplatte 3 in einen
Behalter 21 mit erwdrmter VerguBmasse bis das optoelektronische Bauelement 2 auf
die Bodenplatte 22 des Behdlters 21 aufsitzt,

[0034] und nachfolgendes Herausziehen des optoelekironischen Bauelements 2 und der Lei-
terplatte 3 aus dem Behalter 21 mit der VerguBmasse, wobei zumindest eine Umhiillungs-
schicht aus der VerguBmasse 20 das optoelekironische Bauelement 2 und die Leiterplatte 3
umschlieBt, wobei die von der Leiterplatte 3 abgewandte Seite des optoelektronischen Bauele-
ments 2 nicht oder nur sehr begrenzt von der Umhdllungsschicht umschlossen ist.

[0035] Das Eintauchen kann beispielsweise derart erfolgen, dass bei dem Schritt des Eintau-
chens des optoelektronischen Bauelements 2 und der Leiterplatte 3 in den Behdlter 21 die
Leiterplatte 3 mit dem optoelekironischen Bauelement 2 gegen die Bodenplatte 22 gepresst
wird, so dass sich keine oder nahezu keine VerguBmasse 20 zwischen der von der Leiterplatte
3 abgewandten Seite des optoelektronischen Bauelements 2 und der Bodenplatte 22 befindet.

[0036] Das Eintauchen kann beispielsweise derart erfolgen, dass die Vorrichtung an den Ka-
beln 4 gehalten wird und eine Kraft 25 auf die Rickseite der Leiterplatte 3 wirkt, und somit in
einen Behalter 21 eingetaucht wird, wobei in diesem Behélter 21 sich die erwarmte VerguB-
masse 20 befindet. In dem Behalter 21 befindet sich zumindest eine ausreichende Menge der
VerguBmasse 20, so dass sowohl das optoelektronische Bauelement 2 als auch die Leiterplatte
3 vor der VerguBmasse umschlossen werden. Dabei wird wie bereits erlautert durch die Kraft
25 die Leiterplatte 3 mit dem optoelekironischen Bauelement 2 gegen die Bodenplatte 22 des
Behalters 21 gepresst. Das Eintauchen kann beendet werden, indem die Vorrichtung an den
Kabeln 4 wieder aus dem Behélter 21 mit der VerguBmasse 20 herausgezogen wird.

[0037] Das Verfahren kann vorzugsweise einen weiteren Schritt umfassen, wobei nach einer
Abkihlphase das von der Umhiillungsschicht aus der VerguBmasse 20 umhiillte das optoelekt-
ronische Bauelement 2 und die Leiterplatte 3 mit einem Verbindungsmittel zur Montage in ei-
nem Leuchtengehduse bestlickt wird. Beispielsweise kann ein beidseitiges Klebeband auf der

3/7



> gsterreichisches AT 15 255 U1 2017-04-15
V patentamt

Ruickseite der Leiterplatte 3, also der den optoelekironischen Bauelementen 2 abgewandten
Seite der Leiterplatte 3 befestigt werden. Die Abklhlphase kann auch eine Pause sein, in der
die umhdillte Vorrichtung, also die Umhillungsschicht aus der VerguBmasse 20 mit dem opto-
elektronischen Bauelement 2 und der Leiterplatte 3, zwischengelagert wird und erst zu einem
spateren Zeitpunkt in ein Leuchtengehduse eingesetzt wird. Das Leuchtengehduse kann bei-
spielsweise auch ein Lichtkasten oder ein Strangprofil sein.

[0038] In der Abkihlphase kann auch ein Abtropfen eines Teils der Umhillungsschicht der
VerguBmasse 20 sowie ein Aushéarten der Umhullungsschicht der VerguBmasse 20 erfolgen.
Vorzugsweise wird die Vorrichtung mit der Leiterplatte 3 und den optoelektronischen Bauele-
menten 2 zum Aushérten der Umhdllungsschicht der VerguBmasse 20 derart gelagert, dass die
Seite der optoelektronischen Bauelementen 2 der Leiterplatte 3 nach oben zeigt, damit beim
Abtropfen keine VerguBmasse 20 auf die Vorderseite der optoelektironischen Bauelementen 2
|&uft.
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Anspriiche

1. Vorrichtung aufweisend optoelekironische Bauelemente (2), aufweisend

- mindestens ein optoelekironisches Bauelement (2), vorzugsweise zur Abgabe von Licht,

- eine Leiterplatte (3) zur Befestigung und elektrischen Kontaktierung des optoelektroni-
schen Bauelements (2), und

- wobei das optoelekironische Bauelement (2) und die Leiterplatte (3) von einer Umhiil-
lungsschicht aus einer VerguBmasse (20) umgeben sind, die durch Eintauchen des
optoelektronischen Bauelements (2) und der Leiterplatte (3) in einen Behalter (21) mit
erwarmter VerguBmasse bis zum Aufsitzen des optoelektronischen Bauelementes (2)
auf die Bodenplatte (22) des Behalters (21) und nachfolgendes Herausziehen des opto-
elektronischen Bauelements (2) und der Leiterplatte (3) aus der VerguBmasse aufge-
bracht ist,

und wobei die von der Leiterplatte (3) abgewandte Seite des optoelektronischen Bauele-

ments (2) nicht oder nur sehr begrenzt von der Umhillungsschicht umschlossen ist.

2. Vorrichtung nach einem der vorigen Anspriiche, wobei die VerguBmasse (20) das opto-
elektronischen Bauelement (2) und die Leiterplatte (3) derart umhdllt, dass das optoelekt-
ronische Bauelement (2) und die Leiterplatte (3) vor Spritzwasser und / oder Feuchtigkeit
geschutzt sind.

3. Vorrichtung nach einem der vorigen Anspriiche, wobei die VerguBmasse (20) aus einem
Bitumen- oder Asphalt- Material besteht.

4. Vorrichtung nach einem der Anspriche 1 bis 3, wobei die VerguBmasse (20) aus nicht-
elastischem Material besteht.

5. Vorrichtung nach einem der vorigen Anspriche, wobei das optoelektronische Bauelement
(2) eine SMD-Bauform aufweist.

6. Vorrichtung nach einem der vorigen Anspriiche, aufweisend zumindest ein Kabel (4) zur
elektrischen Kontaktierung der Vorrichtung, wobei das Kabel mit der Leiterplatte verbun-
den, vorzugsweise verlotet ist.

7. Leuchtmittel, insbesondere LED-Kette, aufweisen eine Vorrichtung nach einem der vorigen
Anspriche.

8. Verfahren zur Umhullung von optoelekironischen Bauelementen (2), aufweisend die fol-
genden Schritte:

- zur Befestigung und elektrischen Kontaktierung zumindest eines optoelektronischen
Bauelements (2) mit einer Leiterplatte (3),

- Eintauchen des optoelekironischen Bauelements (2) und der Leiterplatte (3) in einen
Behalter (21) mit erwarmter VerguBmasse bis das optoelekironische Bauelement (2) auf
die Bodenplatte (22) des Behalters (21) aufsitzt,

und nachfolgendes Herausziehen des optoelektronischen Bauelements (2) und der Leiter-
platte (3) aus dem Behalter (21) mit der VerguBmasse, wobei zumindest eine Umhillungs-
schicht aus der VerguBmasse (20) das optoelektronische Bauelement (2) und die Leiter-
platte (3) umschlieBt, wobei die von der Leiterplatte (3) abgewandte Seite des optoelekiro-
nischen Bauelements (2) nicht oder nur sehr begrenzt von der Umhullungsschicht um-
schlossen ist.

9. Verfahren zur Umhiillung von optoelektronische Bauelementen (2) nach Anspruch 8, wobei
bei dem Schritt des Eintauchens des optoelektronischen Bauelements (2) und der Leiter-
platte (3) in den Behalter (21) die Leiterplatte (3) mit dem optoelektronischen Bauelement
(2) gegen die Bodenplatte (22) gepresst wird, so dass sich keine oder nahezu keine Ver-
guBmasse (20) zwischen der von der Leiterplatte (3) abgewandten Seite des optoelektroni-
schen Bauelements (2) und der Bodenplatte (22) befindet.
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10. Verfahren zur Umhillung von optoelektronische Bauelementen (2) nach Anspruch 8 oder
9, wobei in einem weiteren Schritt nach einer Abkihlphase das von der Umhillungsschicht
aus der VerguBmasse (20) umhillte das optoelekironische Bauelement (2) und die Leiter-
platte (3) in ein Leuchtengehause eingesetzt wird.

Hierzu 1 Blatt Zeichnungen
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